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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu'’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent étre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CEI
@® Annuaire de la CEI

® Catalogue des publications de la CEI

Revision of this publication

The technical content of I EC publications is kept under con-
stant review by the I EC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from I EC National
Committees and from the following I EC sources:

IEC Bulletin
IEC Yearbook

Catalogue of I EC Publications

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concert]e la terminologie générale, le lecteur se repor-
tera 4 la Publicatios} 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique
International (VEI),|qui est établie sous forme de chapitres séparés
traitant chacun d’ur{sujet défini, I'Index général étant publié sépa-
rément. Des détails complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur
demande.

Les termes et déflnitions figurant dans la présente publication
ont été soit repris dy VEI, soit spécifiquement approuvés au
de cette publication

Symboles graphiljues et littéraux

d’usage général app
— la Publication 27
électrotechnique

— la Publication 6[l7 de la CEI¥
schémas.

été soit repris des P

Les symboles et si{n
quement approuvés

Publications de 14
Comité d’Etudes

L’attention du lecte est-attirée sur le deuxiéme feuillet de-la
couverture, qui énumeére les publications de la CEI préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Published yearly

Terminology

EC Publi-
EV), which
ng with a

separate

ay ?éf:ilions contained in the present publication
; frorh the IEV or have been specifically

graphical symbols, and letter symbols and signs|approved
the/I EC for general use, readers are referred to:

IEC Publication 27: Letter symbols to be used in|electrical
technology;
— IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrgms.

The symbols and signs contained in the present pyblication
have either been taken from 1 EC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publfcation.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

he-attention-of readersis-drawnto Pa ,hiChliStS
IEC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Quatriéme partie : Systéme de codification et classification en formes
des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

nPéA\narn )
TICE AV O

Etudes ol
ssible un

1) Les déctsions ou accords officiels de la CEX en ce qui concerne les questions techniques, pré;
sont regrésentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans 4
accord International sur les sujets examinés.

2) Ces décfsions constituent des recommandations internationales et sont agréées comhe telles par les.Comités natjonaux.

3) Dans le[but d’encourager unification internationale, la CEI exprime le veeu g ent dans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la meSure € § p%mettent.
Toute djvergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale ecttes da boit, dans$ia piesure du pospible, étre
indiquég en termes clairs dans cette derniére.

La prépente norme a été établie par le onduc-
teurs.

Cette qorme annule et remplace la section cin p odification, de la Publication 191-1 dela
CEI: Normalisation mécanigue des dispositi icondueteurs, Premiére partie: Préparatjon des
dessins des dispositifs a serfii _ 5 désignation des boitiers pour dispdsitifs a
semiconducteurs, et 'annex A Publicati de la CEI, Troisiéme partie: Régles g8nérales

- pour la gréparation des dessis ; : on des

formes dk ces boi!@

Le texfe de cette @
\ R&Mois ' Rapport de vote
\ \ \1}&@860 47(BC)907

Pour de les renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-
dessus.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

- MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR
DEVICES

Part 4 : Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor devices

FOREWORD

1) The forma] decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical C
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as
consensus ¢f opinion on the subjects dealt with,

2) They have [the form of recommendations for international use and they are accepted by
sense.
3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National € ittees ext of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions wi nit\Anydivergence between the¢ IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, bt i ated_inthe latter.

h that

This stanfdard has been prepared by IECTechnict itte 7 4% i ices.

This pub odix , , ical
Standardiz aration of Drawings of Semiconductor
Devices, as 1 i ¢ kap ; ix B
of 1 E C Publi ted
Circuits, as

ing documents :

Report on Voting

47(C0O)907

Further i d in the Report on Voting indicated in the table above.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Quatriéme partie : Systéme de codification et classification en formes
des boitiers pour dispositifs a semiconducteurs

1. Domaine d’application

La présente norme sur la normalisation mécanique donne des recommandations pour la dési-
gnati €S boitiers pour les dispositily a semjconducteurs.

écanique

remiérement:
n numéro d’ordre 3 trois chiffres (de 000 a 999).

[|
annexe A.
. Troisiémement:
L
I

3. Classification {gr mes des boit : positifs a semiconducteurs

Iles dessins a semiconducteurs sont classés en formes selon ’arran-

prmie H: Cartouches.

L’annexe A donne des exemples de dessins de boitiers classés conformément a Iarrangement
ci-dessus.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTO
DEVICES ‘

‘Part 4 : Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor devices

1. Scope _
This standard on mechanical standardization gives recommended practice for the desigﬂition

of padkage ouflines and for the classification into forms of package outlines for semiconduictor
devicgs.

2. Coding|system of package outlines for semiconductor devices

The following coding system will be used in Technical Committé
dizatipn documents and the resulting publications:

First:

A three-digit serial number (000 to 999).

Second:

A single reference letter indicating the form as sh

Thizd:

Aty an-Outline drawing.
The cmains unchanged.

3. Classififation intg Rage. outhi emiconductor devices »
i nductor devices are classified into forms according to

hH: Axial ead-less.
Appendix A gives examples of package outline drawings classified according to the above
scheme.
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ANNEXE A APPENDIX A
CLASSIFICATION EN FORMES CLASSIFICATION
DES DESSINS DE BOITIERS INTO FORMS
POUR DISPOSITIFS OF PACKAGE OUTLINE DRAWINGS
_ A SEMICONDUCTEURS FOR SEMICONDUCTORS DEVICES
Description de la forme Référence de forme
Form description Form reference

Sorties d’un seul c6té

[ @

Moitage par I'embase \j
Heag-sink mounted
v~ S 5

== b
%
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Description de la forme Référence de forme
Form description Form reference

Montage par embout fileté
Stud mounted

C
Sorties gxiales
Axial leqdded
D
NN Q N
N
Montagd en surface
Surface mounted
i W il
N —] —
- —
IJ ” J | i J\M I.”J
E
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Description de la forme Référence de forme
Form description Form reference

Montage par ’embase, sorties d’un seul c6té
Single ended, heat-sink mounted

© mf@p
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Enfichables & deux a
D[:ﬂ.l and quad i ;
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Description de la forme Référence de forme
Form description Form reference
Cartouches
Axial lead-less
H

N

~
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